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前  言

  GB/T9364《小型熔断器》分为以下部分:
———第1部分:小型熔断器定义和小型熔断体通用要求;
———第2部分:管状熔断体;
———第3部分:超小型熔断体;
———第4部分:通用模件熔断体(UMF) 穿孔式和表面贴装式;
———第5部分:小型熔断体质量评定导则;
———第6部分:小型管状熔断体的熔断器支持件;
———第7部分:特殊应用的小型熔断体;
———第10部分:用户指南;
———第11部分:LED灯用熔断体。
本部分为GB/T9364的第4部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB9364.4—2006《小型熔断器 第4部分:通用模件熔断体》。
本部分与GB9364.4—2006相比主要技术变化如下:
———根据IEC60127-4:2012标准名称的修改,标准名称由《小型熔断器 第4部分:通用模件熔断

体》增补为《小型熔断器 第4部分:通用模件熔断体(UMF) 穿孔式和表面贴装式》;
———根据目前标准制修订情况,删除了范围中“用于熔断器座里的熔断体,正在考虑中”;
———根据引用情况,调整了第2章规范性引用文件;
———7.3.1修改为额定电流大于5A时,覆铜箔的标称厚度应为0.070mm;
———7.3.3修改了表面贴装式熔断体电气试验时熔断体的安装方法;
———调整了表1和表2的顺序;
———8.6.1和8.6.2修改了端子的可焊性试验的浸渍条件,并增加了焊浴温度要求;
———8.7.1和8.7.2修改了耐焊接热试验的试验方案;
———9.7修改了耐久性试验后测量的熔断体温度要求;
———9.8修改了示波器能记录的过电压持续时间要求;
———表1增加了两种额定电流及对应的最大电压降和最大持续功率;
———修改了图2、图3的图片说明,并修改了图5;
———标准规格单2第1页修改了表中“250(低分断能力)”栏对应的最小端子间距;
———修改了附录A中焊料的选择要求及焊接要求。
本部分使用重新起草法修改采用IEC60127-4:2012《小型熔断器 第4部分:通用模件熔断体

(UMF) 穿孔式和表面贴装式》。
本部分与IEC60127-4:2012的技术性差异及其原因如下:
———关于规范性引用文件,本部分做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:
● 用等同采用国际标准的GB/T321代替了ISO3:1973;
● 用等同采用国际标准的GB/T2423.28—2005代替了IEC60068-2-20:2008;
● 用等同采用国际标准的GB/T2423.60代替了IEC60068-2-21:1999;
● 用修改采用国际标准的GB/T9364.1—2015代替了IEC60127-1:1988及其1999年修订
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件1和2002年修订件2;
● 用等同采用国际标准的GB/T16935.1代替了IEC60664-1:1992及其2000年修订件1和

2002年修订件2。
本部分做了下列编辑性修改:
———根据GB/T1.1有关规定,在第1章“范围”中补充了“GB/T9364的本部分规定了通用模件熔

断体术语和定义、通用要求、标准额定值、标记、试验、尺寸和结构、电气性能等技术要求以及标

准规格单”;
———根据GB/T1.1有关规定,删除了IEC60127-4:2012第1章范围的倒数第2段;
———将3.3注2中引用的IEC60194:1999,从规范性引用文件调整到参考文献。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国熔断器标准化技术委员会(SAC/TC340)归口。
本部分起草单位:中国电器科学研究院有限公司、南京萨特科技发展有限公司、东莞华德电器有限

公司、威凯检测技术有限公司、上海松山电子有限公司、好利来(中国)电子科技股份有限公司、AEM 科

技(苏州)股份有限公司、力特保险丝有限公司、东莞市贝特电子科技股份有限公司、深圳市良胜电子有

限公司、深圳市德尔电子有限公司、百富电子有限公司。
本部分主要起草人:蔡军、南西荣、颜琼章、李细琴、陈明勤、林文渊、郑索平、张军衍、严文华、罗新旭、

杨光、赵国华、赖文辉、王红斌。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB9364.4—2006。
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引  言

  电子设备小型化的趋势,以及可能采用自动化操作对印制电路板或其他衬底系统应用进行适合设

计的趋势,都使得用户需要小尺寸的熔断体。这些熔断体应设计成具有某种程度上的不可拆卸性。

12.5V、25V、32V、50V、63V、125V以及250V的额定电压与下列特性一同使用:非常快速动作

(FF)、快速动作(F)、延时(T)和长延时(TT)。
由于在新技术中要求限制瞬时过电压,并且这种需求的重要性在不断增加,建议在规定的试验条件

下,以及相关典型电路布置中,通过这些熔断体来限制过电压。
分断能力的规定可以是在交流或直流中选择。如果熔断器符合直流要求,也可以认为其符合交流

要求,但需要通过试验进行验证。熔断器可以注明两个额定值,如果是这种情况,则需在制造商说明书

中指出。
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小型熔断器
第4部分:通用模件熔断体(UMF)

穿孔式和表面贴装式

1 范围和目的

GB/T9364的本部分规定了通用模件熔断体的术语和定义、通用要求、标准额定值、标记、试验、尺
寸和结构、电气性能等技术要求以及标准规格单。

本部分适用于保护通常在户内使用的电气装置、电子设备和其中部件的、且连接到印制电路板或其

他衬底系统的通用模件熔断体(UMF)。
本部分不适用于在特殊条件(例如腐蚀或易爆环境)下使用的器具的熔断体。
通常,此熔断体仅能被合适的专业人员使用特殊工具来进行安装或更换。
本部分的目的是:规定除了适用GB/T9364.1—2015要求外,还需强调不可互换性的等级要求。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T321 优先数和优先数系(GB/T321—2005,ISO3:1973,IDT)

GB/T2423.28—2005 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验T:锡焊(IEC60068-
2-20:1979,IDT)

GB/T2423.60 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验U:引出端及整体安装件强

度(GB/T2423.60—2008,IEC60068-2-21:2006,IDT)

GB/T9364.1—2015 小 型 熔 断 器 第1部 分:小 型 熔 断 器 定 义 和 小 型 熔 断 体 通 用 要 求

(IEC60127-1:2006,MOD)

GB/T16935.1 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验(GB/T16935.1—

2008,IEC60664-1:2007,IDT)

IEC60068-2-58:2004 环境试验 第2-58部分:试验 试验Td:表面安装装置(SMD)的可焊性、
金属化的耐溶解性和焊接热[Environmentaltesting—Part2-58:Tests—TestTd:Testmethodsfor
solderability,resistancetodissolutionofmetallizationandtosolderingheatofsurfacemounting
devices(SMD)]

IEC61249-2-7:2002 印刷板和其他连接结构材料 第2-7部分:增强地面材料覆盖层和未覆盖

层—可燃性,用限定燃烧性(垂直燃烧试验)的覆铜箔环氧 E玻璃布层压板[Materialsforprinted
boardsandotherinterconnectingstructures—Part2-7:Reinforcedbasematerialscladandunclad—

EpoxidewovenE-glasslaminatedsheetofdefinedflammability(verticalburningtest),copper-clad]

3 术语和定义

GB/T9364.1—2015界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
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